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内容概要

本书是中国电子学会生产技术学分会印制电路技术部指定培训教材。
全书共15章，分为三部分内容：第一部分（1～9章）主要介绍了印制电路板材料与各道加工工艺；第
二部分（10～13章）重点介绍了刚性多层印制板生产工艺、高密度互连积层多层板工艺、挠性及刚挠
印制板生产技术、金属基（芯）印制板等几种印制板的生产技术；第三部分（14、15章）介绍了印制
电路技术规范、检验及水处理技术和环境保护。
    该书不仅可作为印制电路高技能人才的培训教材，也可以作为印制电路产业从业人员及相关专业师
生的参考书。
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